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* PMIC reset threshold was increased from 0.84 volts to 3.07 volts by
changing U13 from TPS3808G09DBVR to TPS3808G33DBVR.
*SYSBOOT[15] was changed from "0" to "1", by changing R432 to DNI
and installing a 10k resistor in R197.

*eMMC signals connected to MMC2 were pulled high by installing 47k
resistors in R250,R251,R252,R253,R254,R255,R256,R257,R258, and
R259.
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P13 NC33 =57
M3 NC34 MRz
o7 NC35 "53¢
= ML NC36 515
- a1 NC37 (57~
p12 iz NC38 =53¢
MMC1_DAT2 CON_MMC1_DAT2 X2 | NC39 575
MMC1_DAT2 —WU_FKPMHS . ggge v ng CON MMCIDATS T ND Hﬂg NC40 ﬂgg
MMCL_DATS ["yg MMCL_CMD __R267, 5% CON_MMCI_CMD CD/DAT3 cD AL NC41 5 X
MMCI_CMD CcMD GND3 SR NC42 (g7
w6 MMCL CLK  R269. A 33,5% CON_MMC1_¢LK VDD GND4 AL3 NC43 [—p5—X
MMC1_CLK CLOCK GNDS5 At NC44 [—pg—
i B con el bur v, ok = NeHE =
| Ya MMCL_DATL CON_MMCL_DATL ;
MMC1_DAT1 = RI AR —= DAt MicroSIEnpg (18 e NCAT [H2—
I il Gl NC48 [g13<
SCHABB0200
] NCa9 515
L1 NCS0 MBT7
|1 ™| ow ™|} = NC51 [a3nX
D20 D21 D22 23 K14 B10
W7 MMC1_SD_CD A oo e e VDD_SD 13 NC52 [~gg
MMC1_SDCD T 38 | 38 [ 38 [¢ 88 o] NC53 15
a == g == 8 == |8 =~ *=e NC54 [
g a%No |9 a%No |g aNo |8l aNo
@ 200 |g zuo Bl 200 [l 200
g oz> |8 oz> |§ 02> |5 02> S OO O OWIONAODRNOLT NN O D DN O W
c ] c c VDD_SD 8800066606000568888868886688888
= s Q <yl e L A & Z22222222222222z2z2z2z222222222
3
MEM_MNAND_4GB
AM5T2X 2 B2 2 - -
= K =
1 €L L £ S
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21 DDR1_DQMO <3 AD23 | hoRr1 pQMO DDR1_BAO 2;; g%ggi_gﬁg gigz
DDR1_BAl i :
21 DDRL_DQSO :ggg DDR1_DQSO DDR1BA2 [FABLE DR1_BA2 2124
21 DDR1_DQSNO DDR1_DQSNO
AD20 o
. AF25 DDR1_AO D20 DR1_AO 21,24
21 DDR1_DO 2 AFs6 | DDR1_DO DDR1_AL A& DR1_A1 21,24
21 DDR1_D1 > AG26 | DDR1_D1 DDR1_A2 [~Ag1g DR1_A2 21,24
21 DDR1_D2 > Atiz6 | DDR1_D2 DDR1_A3 DR1_A3 21,24
21 DDR1_D3 ) ‘AF34-| DDR1_D3
21 DDR1_D4 ) AE24 | DDR1_D4 AF21
21 DDR1_D5 0 AF>3 | DDR1_D5 DDR1_A4 [FAr55 DR1_A4 21,24
21 DDR1_D6 > AE23 | DDR1_D6 DDRI1_AS5 [FAG53 DR1_AS 21,24
21 DDR1_D7 > ==~ DDR1_D7 DDR1_A6 [~aAg51 DR1_AG 21,24
DDR1 A7 DR1_A7 21,24
21 DDR1_DQM1 <) ABZ3 | hpRr1_pQM1 AE22 oR1 AS s B
DDR1_A8 _ ;
21 DDR1_DQS1 23; DDR1_DQS1 DDR1_A9 ﬁggi DR1_A9 2124
21 DDR1_DQSN1 DDR1_DOSN1 DDR1_AL0 [AB5% DR1_A10 21,24
DDR1_A11 DR1_A11 21,24
21  DDR1_D8 > ﬁggg DDR1_D8 AC21
21 DDRI_D9 > AGo7 | DDR1_D9 DDR1_A12 [~aFig DR1_A12 21,24
21 DDR1_D10 2 ‘AFg | DDR1_D10 DDR1_A13 [~AE17 DR1_AL3 21,24
21 DDR1_DIl1 > AEs6 | DDR1_D11 DDR1_A14 [—a57e DR1_Al4 21,24
21 DDR1_DI12 > ACo5 | DDR1_D12 DDR1_A15 DR1_A15 21,24
21 DDR1_D13 > AG24 | DDR1_D13
21 DDR1_D14 =55 DDR1_D14 ¢
_ e - AF2
21 DDRI_DI5 5 AD25 | ppR1 D15 DDR1_RASN 0 PPDDRLRASN 21,24
21 DDR1_DQM2 & AC26 | hpR1_DOM2 DDR1_CAsN [-AE18 DPDDR1_CASN 21,24
AD27
2DDR1_DQS2 DDR1_DQS2
2DDR1_DQSN2 éé AD28 | [bR1IZDOSN2 DDR1_WEN [FAHZL >PDDR1_WEN 2124
V20
21 DDR1_D16 DDR1_D16
21 DDR1_D17 A‘g’gg DDR1_D17 DDR1_0DTO [FAEZL >>DDR1_0DTO 21,24
21 DDR1 D18 AC>g | DDR1_D18 el
21 DDR1_D19 AGs7| DDR1_D19 AG22
21 DDR1_D20 vio-| DDR1_D20 DDR1_CKE >PDDR1_CKE 2124
21 DDR1_D21 AB27 | DDR1_D21 DDR1_CKE
21 DDR1_D22 V50| DDR1_D22 AH23
21 DDR1_D23 DDR1_D23 DDR1_CSON DPPDR1_CSNO 21,24
21 DDR1_DQM3 <) AR | bpR1_DQMS3 R333
47K
21 DDR1_DQS3 g? DDR1_DQS3 AG24
21 DDRI_DQSN3 DDR1_DOSN3 DDR1_CK [atiag gggDRLCLKo 21,24
23 DDR1_NCK DR1_CLKON 21,24
21 DDR1_D24 V55| DDR1_D24 s
21 DDR1_D25 Y55 | DDR1_D25
21 DDR1_D26 | DDR1_D26 21
21 DDR1_D27 Ao DOR1 D27 DDR1_RsT [FA€ DPDDR1_RST 21
21 DDR1_D28 AA26 | DDR1_D28
21 DDR1_D29 AAse | DDR1_D29 DDR_VREFSTL1
21 DDR1_D30 AAzs~| DDR1_D30
21 DDR1_D31 DDR1_D31 v18 DDR VREFSTLL
DDR1_VREFO =
VDD_DDR
273
R273 . 1UF/201 u
5% =<¥28 ] ppR1_DQM_ECC 6pI07_11 222 << DDR_VREF_OFF@4
DDR1_DQS_ECC =
e xgg DDR1_DQS_ECC -
= = DDR1_DQSN_ECC
Ro7a »W22 | bpR1_ECC_DO
VDD_DDR |————>> VDD _DDR 5,10,21,22,23,24 19| DDR1_ECC_D1
- 1K.5% W19 | bDRI_ECC D2
DDR_VREFSTLL|—— 5 ppR VREFSTLL 21,24 % DDR1_ECC D3 Texas Instruments, Inc.
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U11-6

22 pprz_bQMo <K F28

DDR2_DQMO

DR2_CLKO
DR2_CLKON

S>DDR2_RST

626 DDR2_BAO Sgg DR2_BAO 22,23
22 DDR2_DQS0 ———G>7 | DDR2_DQS0 DDR2_BA1 oze DR2_BA1 22,23
22 DDR2_DQSNO DDR2_DQSn0 DDR2_BA2 [————))DDR2_BA2 22,23
R2
22 DDR2_DO DDR2_DO DDR2_AQ Rzg DR2_AQ 22,23
22 DDR2_D1 DDR2_D1 DDR2 AL [pog DR2_AL 22,23
22 DDR2_D2 DDR2_D2 DDR2 A2 [poy—————RPDR2. A2 22,23
22 DDR2_D3 DDR2_D3 DDR2_A3 [~ )>)DDR2_A3 22,23
22 DDR2_D4 DDR2_D4
22 DDR2_D5 DDR2_D5 lp2a
22 DDR2_D6 DDR2_D6 DDR2 Ad By DR2_A4 22,23
22 DDR2_D7 DDR2_D7 DDR2 A5 [ o5, 323722 gggg
PR AeN20 &Koy 22,23
624 DDR2_A7 [, - :
22 pprz_DoM1 <K DDR2_DQM1
p
22 DDR2DQSIC—— M2 | hpp; post DDR2_A8 [-R2T DR2_A8 2223
22 DDR2_DQSN1 DDR2_DQSN1 DDR2_A9 [-x53 ng,ﬁio gggg
DPR2 A0 ITP2e — Kipmoann 2223
23 DDR2_A11l - :
22 DDR2_D8 >—? DDR2_D8
22 DDR2 D9 > Hoa | DDR2_D9 N8 oo 0223
22 DDR2_D10 ) Hog | DDR2_D10 DDR2_A12 57— . :
22 DDR2_D1l 2 Go6 | DDR2_D11 DDR2_A13 55— —DDR2 A3 22,23
22 DDR2_DI12 35| DDR2_D12 DDR2_Al4 [ o5 —QDDR2 Al 22,23
22 DDR2_Di3 56| DDR2_D13 DDR2_A15 [—=————————))DDR2_Al5 22,23
22 DDR2_D14 J54| DDR2_D14
22 DDR2_D15 DDR2_D15 To3
DDR2_RASN SPDDR2_RASN 22,23
K23
22 pprz_DQM2 <K DDR2_DQM2
w27 DDR2_CAsN |28 SPDDR2_CASN 22,23
22 DDRZ?DQSZ&—KZ8 DDR2_DQS2
22 DDR2_DQSN2 &——————————<8 ] ppR2 DQSN2 u2s
DDR2_WEN S>DDR2_WEN 22,23
122
22 DDR2_D16 3 Ko6-| DDR2_D16 R23 bR2 ODTO 0223
22 DDR2_D17 ) K51 | DDR2_D17 DDR2_ODTO >, . .
22 DDR2 D18 > 53| DDR2_D18
22 DDR2 D19 > 54| DDR2_D19 u24 R CKE 0223
22 DDR2_D20 5537 DDR2_D20 DDR2_CKE PDDR2_ ]
22 DDR2_D21 Koo | DDR2_D21
22 DDR2_D22 J56-| DDR2_D22 P24 DR2 CSNO 9993
22 DDR2_D23 DDR2_D23 DDR2_CSNO -)DDR2_( :
22
22ppr2_DQM3 <& M22 | boRr2_DQM3
22 DDRZ_DQSSéé M28 | bor2_DQS3 128
22 DDR2_DQSN3 DDR2_DQSN3 DDR2_CK (57
27 DDR2_NCK
22 DDR2_D24 I56 | DDR2_D24
22 DDR2_D25 I>5| DDR2_D25
22 DDR2_D26 L8| DDR2_D26 Ro4
22 DDR2 D27 753 | DDR2_D27 DDR2_RST
22 DDR2_D28 M4 | DDR2_D28
22 DDR2 D29 M5 | DDR2_D29 N22
22 DDR2_D30 Mg | DDR2_D30 DDR2_VREFO
22 DDR2 D31 DDR2_D31
co74
0.1uf, 16V
AM572x

DDR_VREFSTL2|——————— > ppR VREFSTL2 20,22.24

DDR2_CKE
R334
4.7K
22,23
22,23
22

< DDR_VREFSTL2 20,22,24
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19,24
19,24
19,24
19,24
19,24
19,24
19,24
19,24
19,24
19,24

19,24
19,24
19,24
19,24
19,24
19,24

19,24
19,24
19,24
19,24
19,24
19,24
19,24
19,24
19,24
19,24
19,24

19

DDR1_A15 M7
DDR1_A14 17
DDRI_A13 T3
DDR1_A12 N7
DDRL_ALL R7
DDR1_A10 L7
DDRI_A9 RS
DDR1_A8 T8
DDR1_A7 R2
DDR1_A6 R8
DDR1_AS P2
DDR1_A4 P8
DDR1_A3 2
DDR1_A2 P3
DDR1_AL 2
DDR1_AO 3

DDR1_BA2 M3
DDR1_BAL Ng
DDR1_BAO M2
DDR1_RASN 3
DDR1_CASN K3
DDRL_WEN L3

DDR1_CSNO p— L2 |

DDR1 CKE Yyp— K9 |
DDR1_ODTO pp— K1 |

DDR1_CLKO L
DDR1_CLKON;

DDRLRST Pp— T2

[2lis]

VDD_DDR

©|~|o|i=|w|~|o|

0|0|0|>|>(1|0

E9
F1

H9

K2

NC.M7/A15
Al4
A13
A12
All
Al10

BA2
BA1
BAO
RAS#
CAS#
WE#
Cs#
CKE

oDT

VDDL

DQ8
DQ7

DQ5
DQ4

DQ3
DQ1
DQO

LDQS
LDQS#
LDM

uDQS
UDQS#
ubM

2Q

VREFCA
VREFDQ

VSS.1

VSSDL

256MBx16 DDR3L

DDR1_A15 M7
DDRIL_ALZ T
DDRL_ALS
ég DDR1_D10 19 DDRI_ALZ E
o DDR1_D12 19 DDRL_AIL R
T DDR1_D13 19 DDRI_A10 5
19 =
DDR1_D15 DDRI_A9 R
DDRI_AS
gg DDR1_D14 19 DDRI_A7 ;
~ DDR1_D11 19 R8
=2 DDR1_D9 19
DDR1_D8 19 DDR1_A5 P
DDRL_AZ
E; DDR1_D5 19 DDRI_A3 :
o DDR1_D4 19 DDRL_AZ P:
TS DDR1_D7 19 DDRL_AL P
19 =
DDR1_D1 DDRI_AO 3
i DDR1_D2 19 DDR1_BA2 M3
= DDR1_D6 19 DDRI_BAL NG
E DDR1_D3 19 M2
E DDR1_DO 19
DDR1_RASN 33
—233 DR1_DQS0 19 — fg
FeS——S%PDRI_DQSNO 19 =
DDR1_DQMO 19 DDRL_CSNO L2
g;, —— 1 DDR1_CKE K9
Fer SODDR1DQSN1 19
- DDR1_ODTO
D3 DDR1_DQM1 19 = =
DDR1_CLKO 7
8 70110  R276 2401% DDRI_CLKON K7
P20
DDR_VREFSTL1 o DDR1_RST T2
M8
HL
A9 ca7s
B3 | =
=1 .22uF/201
G8 [ o
38 &
mé 277 VDD_DDR Ki
Pt | . 22UF/201
P VDD_DDR R
T T R9
= A
BL [ A
B9 [ <
DL &
D8 b2
E2 [ E9
E8 [ 2
F9 H2
GL H
G9
K2
32
VIO VT 23,24

DDR_VREFSTLL f————————)> DDR_VREFSTL1 19.24

VDD_DDR p——————> VDD _DDR

NC.M7/A15
Al4
A13
Al2
All
Al0

BA2
BA1
BAO

RAS#

CAS#
WE#

VDDL

LDQS
LDQS#
LDM

uDQS
UDQS#
UDM

2Q

VREFCA
VREFDQ

VSS.1
VSS.2

VSSDL

DDR_VREFSTL1

256MBx16 DDR3L

5,10,19,22,23,24

a3 DDR1_D26

o DDR1_D27

22 DDR1_D30
DDR1_D28

< DDR1_D31

€ DDR1_D29

= DDR1_D25
DDR1_D24

H DDR1_D19

. DDR1_D21

z DDR1_D17
DDR1_D20

;2 DDR1_D18

= DDR1_D23

= DDR1_D22

= DDR1_D16

g—g DDR1_DQS2

o2 ——$SDDRI_DQSN2
DDRL_DQM2

g;—g DDR1_DQS3

o r——SDDRI_DQSN3
DDR1_DQM3

L8 ZQl HI Ro75 240,1%

M8

HL

A9

B3 |

J8 220201 =

ML VDD_DDR

LML

w9

B

=

af

BL [

B9 [

D1

D8

E2

E8

F9

GL

G9

J2

19
19
19

19
19
19

C276
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M7
2023  DDR2_AL5 NC.M7/A15 DDR2 AlS
2023  DDR2_Al4 T At4 Q15 a3 DDR2_D2 20 = M7 Ne.m7iats 3
20,23  DDR2_AL3 N7 AL3 DQ14 |45 DDR2_D3 20 —BPRI AT T3 Al4 DQ15 |35 DDR2_D22 20
20,23  DDR2_A12 Ry AL2 DQI3 |25 DDR2_D4 20 —BPRIATZ N7 | AL3 DQ14 a5 DDR2_D21 20
2023  DDR2_All 7 ALl DQ12 DDR2_D6 20 DDR2_ALL R7 | A12 DQI13 [FA7 DDR2_D18 20 b
2023 DDR2_A10 R3] AL0 c2 BORZ ATD 7] ALl DQ12 DDR2_D23 20
20,23 DDR2_A9 To | A9 DQ11 (&g DDR2_D1 20 DORDAD R3| A10 .
20,23 DDR2_A8 =o | A8 DQI0 |3 DDR2_D7 20 BOROAT To | A9 DQ11 [ DDR2_D19 20
20,23 DDR2_A7 3o—————————— 2 A7 DQ9 |57 DDR2_D5 20 DOR>-A7 Ro | A8 DQ10 [—& DDR2_D17 20
20,23 DDR2_A6 ) )———————— A6 DQ8 DDR2_DO 20 —DDRZ A6 Rs | A7 DQ9 5 DDR2_D20 20
P H7 —————————| A6 DQ8 DDR2_D16 20
20,23 DDR2_AS g | AS DQ7 g2 DDR2_D12 20 DDR2_A5 P H7
20,23 DDR2_A4 A4 DQ6 g DDR2_D11 20 SO e A5 Q7 [55 DDR2_D26 20
20,23 DDR2_A3 b3 A3 DQ5 [z DDR2_D10 20 DORS-AT A4 DQ6 (g DDR2_D31 20
20,23 DDR2_A2 57| A2 DQ4 DDR2_D9 20 BDR>-AZ P3| A3 DQ5 [H3 DDR2_D25 20
20,23 DDR2_Al £ AL - BERAT 57 A2 DQ4 DDR2_D29 20
20,23 DDR2_AO A0 DQ3 ¢ DDR2_D14 20 SR AL s -
M3 DQ2 ¢ DDR2_D13 20 = A0 DQ3 ¢ DDR2_D28 20
20,23  DDR2_BA2 Na | BA2 DQ1 [ DDR2_D15 20 DDR2 BA2 M3 DQ2 [ DDR2_D30 20
2023 DDR2 BAL M2 | BAL DQO [— DDR2_D8 20 —DDRZ BAT — nNg | BA? DQL g3 DDR2_D27 20
2023 DDR2_BAO BAO —DDRZ BAO w2 | BAL DQO [— DDR2_D24 20
———————BA0
33 F3
20,23 DDR2_RASN RAS# LDQS [Fgg—pDDR2_DQS1 20 DDR2_RASN
2023 DDR2_CASN K31 cas# LDQS# o3~ SSDDR2 DQSNL 20 —DOR>CASN—ia{ RASH LDQS [-ES———DDR2 DQS3 20
20,23 DDR2_WEN WE# LDM DDR2_DQM1 20 —DDRZ WEN L3 | CAS# LDQS# [~g7——)QPDR2_DQSN3 20
S o — WE# LDM DDR2_DQM3 20
20,23 DDR2_CSNO p)>——————5— CS# DDR2_CSNO
o UDQS [HEF————DDR2 DQSO 20 DDRZCSNO L2 | oo o7
20,23 DDR2_CKE p)———————— CKE UDQS# [~pz——2PDR2_DQSNO 20 DDR2 CKE Ko UDQS [—g7——QDDR2 DQOS? 20 c
K1 ubM DDR2_DQMO 20 — " ke UDQS# [-pg—————JDDR2 DQSN2 20
20,23 DDR2_ODTO Y>—————————— ODT boR2.ODTO ki | UDM DDR2.DQM2 20
7 L8 Q2 L0 R277 240,1%
B N a— ) x -
_( K7 DDR2 CLKO _ J7 L8 ZQ2 HI _R278 240,1%
20,23 DDR2_CLKON CK# ~DDR2 CLKON K7 | €K ) A s
DDR_VREFSTL2 ———————— | Ck# =
T2 T TP21 DDR_VREFSTL2
20 DDR2 RST Y)——————"1RSTn V8 1 DDR2RST T2 T
VREFCA [T O—=———————{RSTn M8
9 VREFDQ 7 VREFCA p7
NC.L9 VREFDQ 7
NC.L1 VsSs.1 ég 2 L2 NeLe A9 _[c280 ]
NC.J9 Vss.2 NC.L1 VsS.1
NC.J1 VSS3 g; E>22uF/201 2 NC.J9 VsS.2 Ei—- bozurrzon
Do | VDOD.1 VsS4 35 5 NC.J1 VSS.3 [~
&7 VoD.2 VSS5 [Fyt 282 Do | VDD.1 VSS.4 g1
VDD_DDR g | VDD-3 VSS6 g G7 | vbD-2 VSS.5 [t 281
;i VDD.4 VSS.7 [Fpy 1 92UF/201 VDD.3 VSS.6 [y
VDD.5 VSS.8 [ VDD_DDR VDD_DDR VDD.4 VSS.7 Fp1 1 2UE/201
R1| VDD.6 VSS.9 [ T VDD.5 VSS.8 [
Ro | VDD.7 VSS.10 [ R1| VDD.6 VSS.9 7 VDD_DDR
AL | VDD8 VSS.11 (g7 Rg | VDD.7 VSS.10 [ T
Ag ] VDDQ.1 VSSQ.1 g5 AL | VDD.8 VSS.11 gy
G1] vPDQ.2 VSSQ.2 1 25| VDDQ.1 VSSQ.1 [gg 8
Co | vbDQ.3 VSSQ.3 [pg c1| VDDQ.2 VSSQ.2 [y
D2 ] VDDQ.4 VSSQ.4 5 Ca ] VDDQ.3 VSSQ.3 [
9| VDDQ5 VSSQ5 —Eg 4 55| VDDQ.4 VSSQ4 [
¢—F1 ] VDDQ6 VSSQ.6 [Fq £67| VDDQ.5 VSSQ5 g
2| vPDQ.7 VSSQ.7 51 £1] VDDQ.6 VSSQ.6 [Fg
Ho | VDDQ.8 VSSQ.8 a5 12 ] VDDQ.7 VSSQ.7 &1
VDDQ.9 VSSQ.9 [ Ho | VDDQ.8 VSSQ.8 G5
K2 2 VDDQ.9 VSSQ.9
VDDL VSSDL K2 2
VDDL VSSDL
256MBx16 DDR3L -
== 256MBx16 DDR3L -+
VDD_DDR p———————————5 VDD_DDR 5,10,19,21,23,24
DDR_VREFSTL2 |———————————— > DDR_VREFSTL2 20,24
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F.ZZUF/ZOl FZZUF/ZUI F.ZZUF/ZUI F.ZZUF/ZUI F.ZZUFIZDl F.ZZMF/ZOl F.ZZUFIZDl .22uF/201

EZBG 287 288 289 EZQO E291 292 293

o

294

F.ZZUF/ZUI F.ZZUFIZD]. F.ZZMF/ZOl F.ZZUFIZDl FOUF,G.S\/

EZQS

20,22
20,22

20,22
20,22

.|||_

20,22
20,22

20,22
——cs12 2022

.22uF/201 10uF,6.3V

T
-

20,22

20,22
20,22
20,22

18 F.ZZUFIZOl F.ZZUFIZOl F.ZZUF/ZOl F.ZZUFIZOl [;.22uF/201 F.ZZUFIZOl F.ZZUFIZOl

20,22
20,22
20,22
20,22

VDD_DDR p—————>VDD_DDR
VT———— VT

20,22
20,22
20,22
20,22

20,22
20,22
20,22
20,22

DDR2_A9
DDR2_A11

DDR2_A6
DDR2_A14

DDR2_A10
DDR2_ODTO
DDR2_A15
DDR2_WEN

DDR2_A3
DDR2_A5
DDR2_A2
DDR2_A4

DDR2_CKE
DDR2_BAO
DDR2_CASN
DDR2_CSNO

DDR2_BA2
DDR2_A12
DDR2_BAL

DDR2_A0

DDR2_A1
DDR2_A7
DDR2_A13
DDR2_A8

20,22 DDR2_RASN

5,10,19,21,22,24
24

vTT

R336, 47, 296 |
R337,~JX
R338, A
R339, ] 297
R340, 4z, 298

4 A

‘W
R343, A7

0.22uF/201
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